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电子 

每周专题：集成电路的两次戴维斯双击！ 

上周半导体板块大涨，引领板块反弹，科技是明确主线。上周申万半导体指

数大涨 17.99%，年初至今涨幅达 52.75%，我们前期已经多次阐述芯片之

于国家产业重要性，芯片兴则产业兴，芯片兴则经济兴，战略必争之地，科

技是明确主线。 

第一次戴维斯双击：龙头公司率先受益需求回暖，叠加科创板带来的对科技

类公司的风险偏好提升将在一季度形成第一次戴维斯双击。从 1 月初我们两

百页消费电子、半导体深度报告看 19 年代际切换、年中产业拐点以来，产

业迎来全面修复，对手机创新、半导体产业拐点预期逐步加强。科创板方面，

集成电路位列第一，目前部分优质龙头已接受 IPO 辅导，中微半导体、澜起

科技等预计第一批挂牌，有望进一步支持优质半导体企业快速发展。 

第二次戴维斯双击：年中半导体产业回暖以及相应的预期修复将形成第二次

戴维斯双击。我们最早《全球半导体代际切换、先抑后扬、年中有望反转》

逐步得到产业和市场认同，从市场调研来看，需求逐步恢复，预期逐步加强！

龙头兆易创新、韦尔股份、三安光电、北方华创等自身产品及客户都进入收

获期，叠加市场需求回暖有望逐步迎来拐点，而 mlcc、二极管、功率半导

体等价格开始涨价，数据中心 google、阿里、华为等开始追加建设，需求

逐步回暖，渠道去库存有望季度末进入尾声，全球半导体周期回暖，而从需

求端看，手机、5g、大数据、人工智能、汽车、物联网等需求在 19 年上半

年代际切换后，下半年进入新成长期，这轮半导体从底部启动，时间和空间

都有望超上一波！ 

推荐重点配臵半导体、5G、有业绩保障的消费电子。半导体：存储：兆易

创新；模拟：韦尔股份、圣邦股份、富满电子；数字芯片 GPU：景嘉微；

AP：北京君正、全志科技；IDM：闻泰科技、扬杰科技、士兰微、华微电

子；化合物半导体：三安光电；设备：北方华创、精测电子、至纯科技、长

川科技；材料：兴森科技、石英股份、晶瑞股份、中环股份、江丰电子；封

测：长电科技、华天科技、通富微电；安防：海康威视、大华股份、千方科

技；消费电子：立讯精密、欧菲科技、领益制造、东山精密、环旭电子、蓝

思科技、信维通信；PCB：深南电路、沪电股份、景旺电子、鹏鼎科技、生

益科技；5G 相关：深南电路、沪电股份、硕贝德、麦捷科技；面板以及相

关：京东方、劲拓股份、濮阳惠成；元器件：火炬电子、顺络电子、三环集

团、法拉电子。 

风险提示：下游需求不及预期、宏观环境边际恶化。 
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一、每周专题 

1.1 科技是明确主线 

上周半导体大涨，引领板块反弹，科技是明确主线。上周申万半导体指数大涨 17.99%，

年初至今涨幅达 52.75%，我们前期已经多次阐述芯片之于国家产业重要性，芯片兴则

产业兴，芯片兴则经济兴，战略必争之地。 

 

科技对发展的支撑作用如何体现？科技是核心竞争力，发展半导体产业是掌握科技话语

权的必经之路。从全球 GDP 与各大产业增加值来看，1980 年以来，半导体产业迅猛发

展，相较于钢铁、汽车等传统产业，半导体增加值曲线斜率相对较高，且半导体产业增

加值已超过钢铁产业增加值，以集成电路为主的半导体产业对 GDP 的贡献率稳步提升。

从增速来看，全球电子系统、半导体市场规模增速与 GDP 增速高度相关，其中电子系统

增速与 GDP 增速差距逐渐缩小，而半导体增速则始终保持相对较高水平。 

图表 1：GDP 与各大产业增加值对比（亿美元） 

 

资料来源：《微电子学概论》、国盛证券研究所 

 

图表 2：全球 GDP 增速 vs 全球电子系统市场增速 

 

资料来源：IC Insight、国盛证券研究所 
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图表 3：全球电子系统市场增速 vs 全球半导体市场增速 

 

资料来源：IC Insight、国盛证券研究所 

 

什么是硬科技？集成电路有多硬？我们看一组研发投入数据，研发投入才是硬实力，能

为未来科技发展提供内生源动力。1）以申万一级行业来看，18H1 研发投入占营收比重

中，排名前三位分别是计算机、电子、通信，电子行业研发投入排名第 2 位。2）选取

排名前俩位的子行业观察，半导体行业研发投入排名第 1 位，计算机应用排名第 2 位，

且由于应用环节涉及到较多的“软”科技，我们认为，半导体排名第 1 位的“硬科技”

属于当之无愧。随着科创板的日益临近，“硬科技”之王半导体产业将受到资本市场前

所未有的全方位支持，我们认为是一件利于产业长期健康发展的大好事。 

 

中国集成电路专利数量快速增长，专利法修正草案利好国产半导体。美国集成电路相关

专利数量增长自 2002 年达到顶峰，互联网泡沫破裂之后逐渐下滑，而中国相关专利自

2000 年以来长期保持快速增长，2017 年有加速增长的趋势（17 年申请数显示较少，主

要由于部分专利还未公开）。从专利结构来看，设计相关专利数量在我国集成电路专利总

量中排名第一，而设计领域中，模拟电路专利数量位居首位，之后依次是处理器、逻辑

电路、存储器。此次《中华人民共和国专利法修正案（草案）》获通过，有大量专利布局、

掌握核心技术的企业有望获益，利好国产半导体行业。 

 

图表 4：《中华人民共和国专利法修正案（草案）》主要内容 

序号 内容 详情 

1 加大打击力度 借鉴国际做法，大幅提高故意侵犯、假冒专利的赔偿和罚款额 

2 明确举证责任 明确了侵权人配合提供相关资料的举证责任 

3 明确激励机制 
明确了发明人或设计人合理分享职务发明创造收益的激励机制，并完

善了专利授权制度 
资料来源：中国政府网、国盛证券研究所 

 

  

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

1
9
9
2

1
9
9
3

1
9
9
4

1
9
9
5

1
9
9
6

1
9
9
7

1
9
9
8

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

半
导
体
市
场
增
速

 

电
子
系
统
市
场
增
速

 

全球电子系统市场增速 全球半导体市场增速 



 2019 年 03 月 10 日 

P.5                                   请仔细阅读本报告末页声明 

 

图表 5：中国集成电路领域专利增长趋势 

 
资料来源：《国内外集成电路知识产权市场概况》、国盛证券研究所 

 

图表 6：我国集成电路布图设计专有权（2006 年到 2016 年） 

 
资料来源：《国内外集成电路知识产权市场概况》、国盛证券研究所 
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图表 7：中国主要集成电路领域公开专利主要权利人（1985-2017） 

排名 公司 地区 专利数 

1 中芯国际 中国大陆 6960 

2 三星 韩国 6594 

3 华虹集团 中国大陆 5230 

4 松下半导体 日本 4203 

5 华为 中国大陆 4200 

6 台积电 中国台湾 3632 

7 IBM 美国 3432 

8 索尼 日本 3352 

9 英特尔 美国 3221 

10 中兴 中国大陆 3006 

11 美国高通 美国 2546 

12 中科院微电子研究所 中国大陆 2345 

13 飞利浦 荷兰 2316 

14 东芝 日本 2077 

15 电子科技大学 中国大陆 1911 

16 清华大学 中国大陆 1796 

17 日本电气株式会社 日本 1664 

18 富士通 日本 1646 

19 鸿海 中国台湾 1624 

20 半导体能源研究所 日本 1685 

资料来源：《国内外集成电路知识产权市场概况》、国盛证券研究所 

 

1.2 一季度第一次戴维斯双击：龙头拐点+科创板 

从 1 月初我们两百页消费电子、半导体深度报告看 19 年代际切换、年中产业拐点以来，

产业迎来全面修复，对手机创新、半导体产业拐点预期逐步加强。 

 

我们认为，龙头公司率先受益需求回暖，叠加科创板带来的对科技类公司的风险偏好提

升将形成第一次戴维斯双击。 

 

SEMI 数据显示，ADI 中国区的 BB 值（订单/出货）由 Q4 的 0.8 回到 Q1 的 1.1，汽车和

通讯一直稳定，主要改善来自于工业及部分消费电子，ADI 指标领先下游 2 到 3 个月，

意味着下游 Q2 需求回暖确定； 

 

上海证券交易所于 3 月 1 日正式发布实施科创板相关业务规则和配套指引，对红筹企业

上市标准、股份减持制度、信息披露审核内容和要求以及督导职责边界做了新的更新和

调整，但科创板 50 万资产门槛和 2 年证券交易经验门槛不变，T+1 交易机制不变。2018

年 11 月 20 日，上海市委书记李强在上交所主持召开座谈会时指出，科创板要瞄准集

成电路、人工智能、生物医药、航空航天、新能源汽车等关键重点领域。 
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图表 8：一张表看懂科创板与主板、中小板、创业板的区别 

规定 主板及中小板 创业板 科创板 

上市场所 
主板（上交所、深交所）、

中小板（深交所） 
深交所 上交所 

市场类型 场内市场 场内市场 场内市场 

存续时间 存续满三年 存续满三年 存续满三年 

盈利要求 

近三个会计年度净利润 

为正，累计超过 3000 万

元，净利润以扣除非经常

损失后较低者为计算依

据 

近两年连续盈利 .净利

累计不少于 1000 万元； 

或近一年净利不少于

500 万元，近两年营收

增长率不低于 30% 

预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均

为正且累计净利润不低于人民币 5000 万元，或预计

市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且

营业收入不低于人民币 1 亿元。 

现金盪要求 

近三个会计年度现金流

累计超过 5000 万元； 或

三个会计年度应收超过 3

亿元 

无 

预计市值不低于人民币 20 亿元，最近一年营业收入

不低于人民币 3 亿元，且最近三年经营活动产生的

现金流量净额累计不低于人民币 1 亿元。 

股本翌求 
发行后股本总额不少于 

5000 万元 

发行后股本总额不低于 

人民币 3000 万元 
发行后股本总额不低于人民币 3000 万元。 

市值要求 无 无 

预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均

为正且累计净利润不低于人民币 5000 万元，或预计

市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且

营业收入不低于人民币 1 亿元；预计市值不低于人

民币 15 亿元，最近一年营业收入不低于人民币 2 亿

元，且最近三年累计研发投入占最近三年累计营业

收入的比例不低于 15%；预计市值不低于人民币 20

亿元，最近一年营业收入不低于人民币 3 亿元，且

最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于

人民币 1 亿元；预计市值不低于人民币 30 亿元，且

最近一年营业收入不低于人民币 3 亿元；预计市值

不低于人民币 40 亿元，主要业务或产品需经国家有

关部门批准，市场空间大，目前已取得阶段性成果。 

主营业务要

求 

最近 3 年主营业务没有 

发生重大变化 

发行人应当主业经营一 

种业务，其生产经营活 

动符合法律、行政法规 

和公司章程的规定，符

合国家产业政策及环境

保护政策 

发行人生产经营符合法律、法规的规定，符合国家

产业政策。重点支持五大行业。 

上市审核 核准制 核准制 注册制 

投资者门槛 一般投资者 

原则上具有两年以上

（含两年）股票交易经

验的投资者 

前 20 交易日日均股票资产 50 万，两年交易经验。 

股东人数要

求 
不少于 200 人 不少于 200 人 无 

支持 VIE 否 否 是，但市值要求高于一般企业。 

涨跌幅限制 涨跌幅限制比例为 10% 涨跌幅限制比例为 10% 前 5 交易日不设涨跌幅，之后 20%涨跌幅限制。 

资料来源：搜狐科技、国盛证券研究所 
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2018 年 11 月 5 日，习总书记宣布将在上海证券交易所设立科创板并试点注册制。各大

部门积极响应，科创板是资本市场的重大制度创新，经中国证监会批准后，正式向市场

发布实施。 

 

图表 9：科创板推进进程 

 
资料来源：上交所、国盛证券研究所 

 

科创板为电子领域企业尤其是集成电路带来了充分的机遇。科创板主要针对的企业来自

五大行业领域，分别为： 

 

第一类：新一代信息技术，包括集成电路、人工智能、云计算、大数据、互联网、软件、

物联网等； 

第二类：高端装备制造和新材料，主要包括船舶、高端轨道交通、海洋工程、高端数控

机床，机器人及新材料； 

第三类：新能源及节能环保，主要包括新能源、新能源汽车、先进节能环保； 

第四类：生物医药，主要包括生物医药和医疗器械； 

第五类：技术服务领域，主要为半导体集成电路、新能源、高端装备制造和生物医药提

供技术服务的企业。 

 

自 2018 年 11 月 5 日以来，上海证监局披露接受上市辅导的有十余家，具有登录科创板

潜力，其中半导体领域的企业占比较大。根据 2018 年 11 月 5 日以来证监会上海局网站

的 IPO 辅导备案公告、科创板的上市条件（上市条件详情见图表 1）以及上海证券报的

报道，我们筛选出了几家具有代表性的有望达成科创板“首班车”的半导体公司。 

 

  



 2019 年 03 月 10 日 

P.9                                   请仔细阅读本报告末页声明 

 

图表 10：有望首批登陆科创板的公司 

名称 所属领域 主要涉及产品 

澜起科技 半导体 内存接口芯片 

寒武纪科技 半导体 智能芯片 

中微半导体 半导体 半导体设备 

上海新晟半导体 半导体 半导体硅片 

芯物科技 半导体 半导体技术、传感器技术、光电技术、物联网技术等领域的技术开发 

苏州国芯 半导体 国产嵌入式 CPU 

硅谷数模 半导体 接口芯片 

安集微电子 半导体 半导体材料 

晶晨半导体 半导体 芯片设计（影响影音处理芯片） 

上海晶丰明源半导体 半导体 芯片设计（LED 照明驱动芯片） 

聚辰半导体 半导体 芯片设计（EEPROM、智能卡、镜头驱动、运放） 

上海微电子 半导体 集成电路设备（光刻设备、激光应用设备、光学检测设备和特殊应用设备 

乐鑫信息科技 半导体 芯片解决方案（无线通信芯片） 

睿芯微电子 半导体 CMOS 图像传感器 

东芯半导体 半导体 存储芯片（MEMORY）的研发及销售。 

集创北方 半导体 显示控制芯片整体解决方案提供商 

资料来源：国盛证券研究所根据证监会上海局网站的 IPO 辅导备案公告、科创板上市条件以及上海证券报整理 

 

1.3 年中第二次戴维斯双击：产业回暖+预期修复 

我们认为，年中半导体产业回暖以及相应的预期修复将形成第二次戴维斯双击。我们最

早《全球半导体代际切换、先抑后扬、年中有望反转》逐步得到产业和市场认同，从市

场调研来看，需求逐步恢复，预期逐步加强！龙头兆易创新、韦尔股份、三安光电、北

方华创等自身产品及客户都进入收获期，叠加市场需求回暖有望逐步迎来拐点，而 mlcc、

二极管、功率半导体等价格开始涨价，数据中心 google、阿里、华为等开始追加建设，

需求逐步回暖，渠道去库存有望季度末进入尾声，全球半导体周期回暖，而从需求端看，

手机、5g、大数据、人工智能、汽车、物联网等需求在 19 年上半年代际切换后，下半

年进入新成长期，这轮半导体从底部启动，时间和空间都有望超上一波！ 

 

我们统计了不同时点行业对电子板块的业绩增长一致预期，以 2019 年 1 月 1 日与 2019

年 3 月 10 日为基准，可以看到，申万电子板块整体预期增速略有下滑，但半导体板块

净利润预期增速大幅提升，由 1 月 1 日的 45%提升至 3 月 10 日的 53%，提升 7.83 个

百分点。 
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图表 11：Wind 一致预期显示半导体板块预期率先修复（单位：亿元） 

预测日期 2019 年 3 月 10 日 2019 年 1 月 1 日 
 

板块 
18年净利润

预期 

19 年净利润

预期 
增速 

18 年净利润

预期 

19年净利润

预期 
增速 预期增速变化 

SW 电子 990 1,257 27% 1,037 1,333 29% -1.67pct 

SW 半导体 58 88 53% 69 99 45% +7.83pct 

SW 集成电路 50 78 55% 59 86 47% +8.60pct 

SW 分立器件 5 6 30% 7 8 28% +2.00pct 

SW 半导体材料 3 5 49% 3 5 51% -2.29pct 

SW 元件Ⅱ 142 172 21% 146 185 27% -5.81pct 

SW 印制电路板 87 106 22% 87 115 32% -9.72pct 

SW 被动元件 55 66 19% 59 70 19% -0.06pct 

SW 光学光电子 256 326 27% 281 371 32% -4.72pct 

SW 显示器件Ⅲ 121 156 28% 137 182 33% -4.75pct 

SWLED 104 130 25% 114 147 29% -4.10pct 

SW 光学元件 30 40 31% 29 41 39% -7.29pct 

SW 电子制造 467 579 24% 475 594 25% -1.04pct 

SW 电子系统组装 327 388 19% 330 394 19% -0.58pct 

SW 电子零部件制造 140 191 36% 145 201 38% -1.76pct 

SW 其他电子Ⅱ 68 92 36% 66 84 27% +9.40pct 

SW 其他电子Ⅲ 68 92 36% 66 84 27% +9.40pct 

资料来源：Wind、国盛证券研究所，根据 1 月 1 日及 3 月 10 日 Wind 一致预期统计统计。 

 

我们多次强调，本轮半导体景气度下行的本质是在全球创新周期代际切换关键期遭遇贸

易摩擦、宏观经济下行扰动需求后的库存调整。我们统计下来，目前供给端库存水位较

低，行业回调主要由于渠道端去库存，根据行业一般规律，渠道端去库存一般将维持 2-3

个季度，渠道基本从三季度起开始去库存（也正对应部分原厂九月份订单下跌），因此判

断年中行业有望回暖。 

 

图表 12：IDM 板块库存情况  图表 13：设计板块库存情况 

 

 

 
资料来源：Bloomberg、国盛证券研究所 

 
资料来源：Bloomberg、国盛证券研究所 
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图表 14：代工板块库存情况  图表 15：渠道公司-艾睿电子库存情况 

 

 

 
资料来源：Bloomberg、国盛证券研究所 

 
资料来源：Bloomberg、国盛证券研究所 

 

南亚科技总经理李培瑛接表示内存价格由于下游数据中心回暖，下半年有望重新进入上

升通道。结合科技需求未来三年的持续性成长、库存、capex 支出三大关键数据，年中

反转结论更加明确。 

 

二、投资组合推荐 

推荐重点配臵半导体、5G、有业绩保障的消费电子。 

半导体： 

存储：兆易创新； 

模拟：韦尔股份、圣邦股份、富满电子； 

数字芯片 GPU：景嘉微；AP：北京君正、全志科技； 

IDM：闻泰科技、扬杰科技、士兰微、华微电子； 

化合物半导体：三安光电； 

设备：北方华创、精测电子、至纯科技、长川科技； 

材料：兴森科技、石英股份、晶瑞股份、中环股份、江丰电子； 

封测：长电科技、华天科技、通富微电； 

安防： 

海康威视、大华股份、千方科技； 

消费电子： 

立讯精密、欧菲科技、领益制造、东山精密、环旭电子、蓝思科技、信维通信； 

PCB： 

深南电路、沪电股份、景旺电子、鹏鼎科技、生益科技； 

5G 相关： 

深南电路、沪电股份、硕贝德、麦捷科技； 

面板以及相关：京东方、劲拓股份、濮阳惠成； 

元器件：火炬电子、顺络电子、三环集团、法拉电子；  

 

三、本周行情回顾 
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本周沪深 300 下跌 2.46%，申万电子指数上涨 5.75%，跑赢沪深 300 指数 8.21 个百分

点，在 28 个申万一级行业中涨幅排名第 4。 

 

图表 16：申万一级行业周涨跌幅 

 

资料来源：Wind、国盛证券研究所 

 

图表 17：电子行业指数相对沪深 300 表现 

 

资料来源：Wind、国盛证券研究所 

 

  

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

计
算
机 

农
林
牧
渔 

通
信 

电
子 

综
合 

传
媒 

轻
工
制
造 

机
械
设
备 

有
色
金
属 

公
用
事
业 

纺
织
服
装 

电
气
设
备 

商
业
贸
易 

国
防
军
工 

医
药
生
物 

房
地
产 

汽
车 

化
工 

建
筑
装
饰 

钢
铁 

家
用
电
器 

交
通
运
输 

建
筑
材
料 

采
掘 

非
银
金
融 

休
闲
服
务 

食
品
饮
料 

银
行 

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

2016/1/4 2016/7/4 2017/1/4 2017/7/4 2018/1/4 2018/7/4 2019/1/4

沪深300 申万电子 



 2019 年 03 月 10 日 

P.13                                   请仔细阅读本报告末页声明 

 

图表 18：细分行业周涨跌幅 

 

资料来源：Wind、国盛证券研究所 

四、半导体行业动态 

华为上海巨型研发基地，正式启动 

2019 年伊始，华为上海研发基地一期土地正式出让，青浦继首届中国国际进口博览会盛

事后再次成为全国焦点。华为上海研发基地体量巨大，占位青浦科创走廊建设的发展主

轴，一期占地面积即高达 94.7 万㎡！办公区总占地面积高达 4000 亩，是华为松山湖本

部的 2 倍。华为上海研发基地投资规模比肩松山湖总部，总投资高达 71 亿元，年产值

预计将达 100 亿元，势必成为华为全球领先的研发中心。 

来源： 半导体行业联盟 

 

日本再生晶圆大厂 2018 年营收增 133% 

周三 (6 日) 日本再生晶圆大厂 RS Technologies 公布 2018 年度财报，表现超乎市场

预期，计入北京子公司营收后的合并营收大增至 257.78 亿日圆，年增 133.1%；合并

纯益则为 36.2 亿日圆，年增率亦强升 71.3%。RS Technologies 在财报声明中表示，

由于再生晶圆需求持续强劲，且日本、台湾工厂产能全开，带动公司整体业绩走扬，而

展望 2019 年未来营运状况，RS Technologies 则预期今年该公司全年合并营收成长将

小幅成长，合并纯益则维持与去年持平的高位水平。 

来源：钜亨网 

 

三星宣布量产 eMRAM，嵌入式存储迈入新时代 

三星电子又宣布，已经全球第一家商业化规模量产 eMRAM(嵌入式磁阻内存)，而且用的

是看上去有点“老旧”的 28nm FD-SOI(全耗尽型绝缘层上硅)成熟工艺，可广泛应用于

MCU 微控制器、IoT 物联网、AI 人工智能领域。三星指出，基于放电存储操作的 eFlash(嵌

入式闪存)已经越来越难以进步，SLC、MLC、TLC、QLC、OLC 一路走下来，密度越来越

高，但是寿命越来越短，主控和算法不得不进行越来越复杂的补偿。eMRAM 则是极佳的

替代者，因为它是基于磁阻的存储，扩展性非常好，在非易失性、随机访问、寿命耐久

性等方面也远胜传统 RAM。 

来源：电子工程世界 

 

苹果加强数据芯片自主研发 

苹果公司周三宣布，未来三年将在圣地亚哥的一个办公室招聘 1200 名员工，试图在其

目前的法律对手高通的地盘上扩大影响力。苹果扩张之际，两家公司仍在进行一场跨国

法律战。高通指控苹果侵犯了其专利，而苹果则指控高通在设备中使用其芯片的专利使
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用费过高。路透社上月报道称，苹果已将其调制解调器芯片工程团队从供应链部门转移

到内部硬件技术部门，这表明苹果可能正在考虑将其过去从高通购买的芯片转向由自己

研发生产。苹果最近停止使用高通制造的调制解调器，转而使用英特尔芯片。 

来源：新浪网 

 

2019 年中国功率半导体市场规模逾 2,900 亿元，需求持续扩张 

全球市场研究机构集邦咨询在最新《中国半导体产业深度分析报告》中指出，受益于新

能源汽车、工业控制等终端市场需求大量增加，MOSFET、IGBT 等多种产品持续缺货和

涨价，带动了 2018 年中国功率半导体市场规模大幅成长 12.76%至 2,591 亿元人民币。

其中功率分立器件市场规模为 1,874 亿元人民币，较 2017 年同比成长 14.7%；电源管

理 IC 市场规模为 717 亿元人民币，较 2017 年同比增长 8%。 

 来源：集邦咨询 TrendForce 

风险提示 

下游需求不及预期、宏观环境边际恶化。 
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